
基板リワーク用ツール
SMTハンダやBGAボールの再生
0402 微細部品の基板試作

構成対応液剤

Twin-air方式高精細ディスペンサ

マニピュレータ

ディスペンサコントローラ

デジタルマイクロスコープ

LCDモニター

手動XYテーブル

ハンダ塗布、追いハンダ 
リワーク、リペア
アンダーフィル、オーバーコート 
金属ナノペースト
導電性ペースト 
UV硬化樹脂 
熱硬化樹脂

Twin-air
Ⓡ lite ディスペンサ搭載

MD-5575

リワーク・ディスペンサー



特 長 feature

仕 様 Specifications

SMT,BGAの銅箔パターンに合わせて、均一にハンダペーストの塗布可能

ハンダペースト、金属ペースト、各種接着剤など高粘度液剤の安定塗布 

手動XYテーブルとマニピュレータ(ノズルの上下動作)を操作することで位置合わせが容易 

オートフォーカス機能を搭載し、1280×800(60fps)の高解像度で観察が可能

Twin-air方式ディスペンサを搭載し、手動で微小量塗布を実現

293

4
3
3

280

寸法図(mm)

リワーク・ディスペンサー MD-5575

■塗布例　ハンダペースト　直径約150μｍ

型式

コントローラ外形寸法

コントローラ重量

ディスペンスユニット

吐出設定時間

吐出信号

使用可能ノズル

液ダレ防止

LCDモニタ

本体外形寸法

MD-5575

機種名 マイクロ・ハンドディスペンサ

吐出圧力設定

W293×D280×H433mm

XYテーブルストローク

10.1インチ　1280×800

55×75mm

オプション ノズルピース、洗浄用ケース

本体重量 約10kg

W250×D141×H73mm(突起物含まず)

約2kg

ETPS0101　ライトファンクション型（略称 LF）

0～ 0.4MPa

0.005 ～ 99.9sec

フットスイッチを付属　外部入力用コネクタ有り

100,150,200,250,300,350,400μｍ内径

供給空気圧力 最大0.7MPa(CDA)

液ダレ防止バキューム機能

　
　
●仕様やオプションは、予告なく変更する場合があります。詳細は営業担当までお問合せください。

●デモ、テストや試作を承っておりますので、ご相談ください。

株式会社エンジニアリング・ラボ

■長野工場
　　　　　
　　　　　
■本　　社

〒390-0843  長野県松本市高宮南8-21
TEL : 0263-88-9611   FAX : 0263-88-8229
E-mail : sales@eng-lab.co.jp
東京都北区滝野川7-2-13
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